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Citované normy

IEC 60194 zavedena v CSN IEC 60194 (35 9002) N&vrh, vyroba a osazovani desek s plosnymi spoji -
Terminy a definice

IEC 61188-1-1 zavedena v CSN EN 61188-1-1 (35 9038) Desky s plosnymi spoji a osazené desky - Navrh a
pouziti - Cast 1-1: Véeobecné pozadavky - Rovinnost elektronickych sestav (idt EN 61188-1-1:1997, idt
IEC 61188-1-1:1997)

IEC 61188-5-2 dosud nezavedena

IEC 61189-3 zavedena v CSN EN 61189-3 (35 9039) Zkusebni metody pro elektrotechnické materidly,
propojovaci struktury a sestavy - Cast 3: Zkudebni metody pro propojovaci struktury (desky s
ploSnymi spoji) (idt EN 61189-3:1997; idt IEC 61189-3:1997)

IEC 61190-1-1 zavedena v CSN EN 61190-1-1 (35 9320) Pfipojovaci materialy pro elektronickou
montaz - Cast 1-1: PoZzadavky na péjeci tavidla pro vysoce kvalitni propojovani v elektronické montazi
(idt EN 61190-1-1:2002, idt IEC 61190-1-1:2002)

IEC 61191-1 zavedena v CSN EN 61191-1 (35 9041) Osazené desky s plonymi spoji - Cast 1:
Kmenova specifikace - Pozadavky na pajené elektrické a elektronické sestavy pouzivajici povrchové a
obdobné montazni technologie (idt EN 61191-1:1998; idt IEC 61191-1:1998)

IEC 61191-2 zavedena v CSN EN 61191-2 (35 9041) Osazené desky s plosnymi spoji - Cast 2: Dil¢i
specifikace - PoZzadavky na sestavy pajené povrchovou montazi (idt EN 61191-2:1998; idt IEC 61191-
2:1998)

IEC 61191-3 zavedena v CSN EN 61191-3 (35 9041) Osazené desky s plodnymi spoji - Cast 3: Dil¢i
specifikace - PoZadavky na sestavy pajené do prdchozich otvord (idt EN 61191-3:1998; idt IEC 61191-
3:1998)

IEC 61191-4 zavedena v CSN EN 61191-4 (35 9041) Osazené desky s plonymi spoji - Cast 4: Dil¢i
specifikace - Pozadavky na sestavy pajené na zakoncovaci koliky (idt EN 61191-4:1998; idt IEC 61191-
4:1998)

IEC 61192-2 zavedena v CSN EN 61192-2 (35 9042) Pozadavky na provedeni zapajenych
elektronickych sestav - Cast 2: Sestavy montované pomoci povrchové montaze (idt EN 61192-2:2003,
idt IEC 61192-2:2002)

IEC 61192-3 zavedena v CSN EN 61192-3 (35 9042) PoZadavky na provedeni zapajenych elektronickych
sestav - Cast 3: Sestavy montované do priichozich otvord (idt EN 61192-3:2003, idt IEC 61192-3:2002)

IEC 61192-4 zavedena v CSN EN 61192-4 (35 9042) Pozadavky na provedeni zapajenych
elektronickych sestav - Cast 4: Sestavy se zakon¢ovacimi koliky (idt EN 61192-4:2003, idt IEC 61192-
4:2002)

IEC 61249-8 (soubor) postupné zavadén v souboru CSN EN 61249-8 (35 9068) Materialy pro
propojovaci struktury - Cast 8: Dil¢i specifikace pro nevodivé félie a povlaky

IEC 61340-5-1 zavedena v CSN EN 61340-5-1 (34 6440) Elektrostatika - Cast 5-1: Ochrana
elektronickych soucastek pred elektrostatickymi jevy - VSeobecné pozadavky (idt EN 61340-5-1:2001,
idt IEC 61340-5-1:1998)



IEC 61340-5-2 zavedena v CSN EN 61340-5-2 (34 6440) Elektrostatika - Cast 5-2: Ochrana elektronickych
soucastek pred elektrostatickymi jevy - Uzivatelsky navod (idt EN 61340-5-2:2001, idt IEC 61340--
-2:1999)

IEC 61760-2 zavedena v CSN EN 61760-2 (35 9310) Technologie povrchové montaze - Cast 2: Podminky pro
prepravu a skladovani soucastek pro povrchovou montaz (SMD) - Pokyn pro pouZziti (idt EN 61760-2:1998,
idt IEC 61760-2:1998)

ISO 9002 nezavedena, nahrazena ISO 9001 zavedenou v CSN EN I1SO 9001 (01 0321) Systémy
managementu jakosti - PoZzadavky

Informativni Gdaje z IEC 61192-1:2003

Mezinarodni norma IEC 61192-1 byla pfipravena IEC TC 91: Technologie elektronické montaze.
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Text této normy vychazi z téchto dokument(:

FDIS Zprava o hlasovani
91/345/FDIS 91/367/RVD

Uplné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovani
uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navrzena ve shodé se Smérnicemi ISO/IEC, Cést 2.

Komise rozhodla, Ze obsah této publikace zlstane nezménén do 2007. K tomuto datu bude publikace

Znovu potvrzena,

zrusena,

nahrazena revidovanym vydanim, nebo

- zmeénéna.

Vysvétlivky k textu prevzaté normy

anglické terminy ceské terminy

assembler organizace provadejici montaz
montazni pracovnik
assembly sestava

surface-mount assembly
through-hole mount assembly
terminal assembly

povrchové montovana sestava

sestava montovana do prlichozich
otvord

sestava se zakoncovacimi prvky
(koliky atp.)

assembly
surface-mount assembly
through-hole mount assembly
terminal assembly

montaz
povrchova montaz
montaZ do prichozich otvord
montdz se zakoncovacimi prvky
(koliky atp.)




solder coated leads

cleaning cisténi
no clean (flux) bezoplachové (tavidlo)
never clean nikdy necistit
components soucastky
leaded vyvodové /s vyvody
leadless bezvyvodové

vyvody pokryté pajkou

desoldering wick

odpajeci knot

dispensing syringe

davkovac
dispenzer

in-circuit testing

zkouseni v obvodu
testovani v obvodu
in-circuit test
vhitroobvodovy test

high pin count (package)
low pin count (package)

insert TH osazovani do pokovenych otvord
kitting priprava (vyroby) davky
manual placement rucni osazovani
pad ploSka (na desce, na podlozce)
land
peelable mask snimatelna maska
pin count pocet vyvod{

(pouzdro) s velkym poctem vyvodu
(pouzdro) s malym poctem vyvodd
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(pokracovani)

Vysvétlivky k textu prevzaté normy (dokonceni)

placement / insert
component placement (SMT)

vsazovani / osazovani
vkladani(vsazovani) soucastek (SMT)

populating both faces

insert TH osazovani soucastek (SMT)
osazovani (do pokovenych otvord)
populate osazovat (desku soucastkami SMD i

klasickymi)
0sazena na obou stranach

press-fit pins

zalisovavané koliky

process window

technologické okno

procuring authority

Utvar nakupu
Utvar materialné technického

zabezpeceni
quadpack quadpack
Ctvercové pouzdro s vyvody na 4
stranach
reflow oven pec pro pajeni pretavenim
reflow pec (nevhodné)
repair oprava (po vystupni kontrole)
rework prepracovani (pred vystupni kontrolou)




solder pajka, pajeni

to apply solder - nanést pajku (rucni pajeckou)

solder coating - povlak pajkou (pretavena galvanicka
solder plate pajka)

solder preform - galvanicky nanesena pajka

solder wicking - predtvarovana pajka

vzlinani pajky (mezi tenkymi
medénymi dratky atp.)

spacer distancni vlozka
substrate - podlozka
substrat
terminal pripojovaci prvek
solder terminal : pajeci zakoncovaci prvek/soucastka
terminal hole - pfipojovaci otvor
terminal pad . pripojovaci ploska
termination (SMD) zakonceni (souCastky SMD)
footprint land - kontaktni ploska
component lead - vyvod soucastky
end cap terminations - zakonceni s koncovou Cepickou
tube (feeder) - tyCovy (zasobnik)
trubicovy (zasobnik)
vapour soldering : pajeni v parach
vapour phase soldering - kondenzacni pajeni
wire - drat
vodic

Vypracovani normy
Zpracovatel: Anna Jurdkova, Praha, ICO 61278386, RNDr. Karel Jurak, CSc.
Technicka normaliza¢ni komise: TNK 102 Soucastky a materidly pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Zuzana Nejezchlebovd, CSc.
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EVROPSKA NORMA EN 61192-1
EUROPEAN STANDARD Brezen 2003

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 31.190

Pozadavky na provedeni zapajenych elektronickych sestav
Cést 1: Véeobecné

(IEC 61192-1:2003)

Workmanship requirements for soldered electronic assemblies
Part 1: General

(IEC 61192-1:2003)




Exigences relatives a la qualité d'exécution Anforderungen an die Ausfuhrungsqualitat

des von

assemblages électroniques brasés Lotbaugruppen
Partie 1: Généralités Teil 1: Allgemeines
(CEI 61192-1:2003) (IEC 61192-1:2003)

Tato evropska norma byla schvéalena CENELEC 2003-03-01. Clenové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitfni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se musi této evropské
norme bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a
kterou notifikuje Ustfednimu sekretaridtu, ma stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CENELEC jsou nérodni elektrotechnické komitéty Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Itélie, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska,
Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Spojeného krélovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CENELEC

Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung

Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2003 CENELEC. VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formeé a jakymikoli prostfedky

jsou celosvétové vyhrazena ¢lendim CENELEC. Ref. ¢. EN 61192-1:2003
E
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Predmluva

Text dokumentu 91/345/FDIS, budouciho 1. vydani IEC 61192-1, vypracovany v technické komisi [EC TC
91 Technologie elektronické montaze byl predlozen IEC-CENELEC k paralelnimu hlasovani a byl
schvalen CENELEC jako EN 61192-1 dne 2003-03-01.

Byla stanovena tato data:

- nejzazSi datum zavedeni EN na narodni Urovni

vydanim identické narodni normy nebo vydanim

oznameni o schvaleni EN k pfimému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2003-12-01

- nejzazSi datum zruSeni narodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2006-03-01



Tato norma by se méla pouzivat spolu s ostatnimi ¢astmi EN 61192 se spoleCnym nazvem PoZadavky
na provedeni zapajenych elektronickych sestav:

C4st 2: Sestavy montované pomoci povrchové montéze
Cést 3: Sestavy montované do priichozich otvor(

Cést 4: Sestavy se zakonc¢ovacimi koliky

Prilohy oznacené jako ,normativni“ jsou soucasti této normy.
V této normé je normativni priloha ZA.

Pfilohu ZA doplnil CENELEC.

Oznameni o schvalenf{

Text mezinarodni normy IEC 61192-1:2003 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez
jakychkoliv modifikaci.
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Uvod



Tato ¢ast IEC 61192 popisuje vseobecné pozadavky na provedeni vyroby zapajenych elektronickych
sestav, které umoznuji spinéni poZzadavkl IEC 61191-1 a souvisejicich dil¢ich norem.

Pozadavky, které se vztahuji na sestavy montované povrchovou montazi a rovnéz sestavy montované
do prlchozich otvor( a sestavy se samostatnymi zakonc¢ovacimi prvky, jsou uvedeny v IEC 61192-2,
IEC 61192-3 a IEC 61192-4, které jsou samostatnymi, avSak souvisejicimi normami.

1 Rozsah platnosti a predmét normy

Tato Cast IEC 61192 stanovi vSeobecné pozadavky na provedeni zapajenych elektronickych sestav na
deskach s plosnymi spoji a na podobnych laminatech, prichycenych k povrchu (povrchim)
organickych podlozek.

Tato norma nezahrnuje hybridni obvody, ve kterych je metalizace vodi¢e nanaSena pfimo na
keramickou podlozku nebo na kovovou podlozku s keramickym povlakem. Norma zahrnuje
multi¢ipové moduly sestavené na organickych podlozkach, avSak s vyjimkou pfipadu, kdy jsou
sestaveny na povrchu anorganickych podlozek, jako je keramika nebo krfemik.

U&elem této normy je:
a) definovat pozadavky a doporuceni pro dobré provedeni a praxi pfi pfiprave, pajeni,
kontrole a zkousSeni elektronickych a elektrickych sestav;
b) pomoci fizeni procesl ve vyrobé umoznit dosazeni vysoké vytéznosti a vysoké jakosti
vyrobku;

c) jako soucast smlouvy umoznit dodavatellim a uZivatellm elektronickych sestav
specifikovat spréavnou vyrobni praxi.

2 Normativni odkazy

Pro pouzivani tohoto dokumentu jsou nepostradatelné nasledujici citované dokumenty. U datovanych
odkazl plati pouze uvedené vydani. Pro nedatované odkazy plati nejnovéjsi vydani uvedeného
dokumentu (vCetné jakychkoliv zmén).

IEC 60194 Navrh, vyroba a osazovani desek s ploSnymi spoji -Terminy a definice
(Printed board design, manufacture and assembly - Terms and definitions)

IEC 61188-1-1 Desky s plodnymi spoji a osazené desky - Navrh a pouziti - Cast 1-1: Vieobecné
pozadavky - Rovinnost elektronickych sestav

(Printed boards and printed board assemblies - Design and use - Part 1-1: Generic requirements - Flatness
considerations for electronic assemblies)

IEC 61188-5-2 Desky s plosnymi spoji a osazené desky - Navrh a pouziti - Cast 5-2: Pokyny pro
pfipojovani (plosky/spoje) - Diskrétni soucastky

(Printed boards and printed board assemblies - Design and use - Part 5-2: Attachment (land/joint)
considerations - Discrete components) 1)

IEC 61189-3 Zku$ebni metody pro elektrotechnické materiély, propojovaci struktury a sestavy - Cést



3: ZkuSebni metody pro propojovaci struktury (desky s ploSnymi spoji)

(Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies - Part 3: Test
methods for interconnection structures (printed boards))

IEC 61190-1-1 Pfipojovaci materialy pro elektronickou montaz - Cést 1-1: PoZadavky na pajeci tavidla
pro vysoce kvalitni propojovani v elektronické montazi

(Attachment materials for electronic assembly - Part 1-1: Requirements for soldering fluxes for high-
quality interconnections in electronics assembly)

IEC 61191-1 Osazené desky s plodnymi spoji - Cast 1: Kmenové specifikace - Pozadavky na pajené
elektrické a elektronické sestavy pouzivajici povrchové a obdobné montazni technologie

(Printed board assemblies - Part 1: Generic specification - Requirements for soldered electrical and
electronic assemblies using surface mount and related assembly technologies)

1) Bude vydana.
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I[EC 61191-2 Osazené desky s plodnymi spoji - Cést 2: Dil¢i specifikace - Pozadavky na sestavy pajené
povrchovou montazi

(Printed board assemblies - Part 2: Sectional specification - Requirements for surface mount soldered
assemblies)

IEC 61191-3 Osazené desky s plodnymi spoji - Cast 3: Dil¢i specifikace - Pozadavky na sestavy pajené
do prlchozich otvor(

(Printed board assemblies - Part 3: Sectional specification - Requirements for through-hole soldered
assemblies)

I[EC 61191-4 Osazené desky s plodnymi spoji - Cést 4: Dil¢i specifikace - Pozadavky na sestavy pajené
na zakoncovaci koliky

(Printed board assemblies - Part 4: Sectional specification - Requirements for terminal soldered
assemblies)

I[EC 61192-2 Pozadavky na provedeni zapajenych elektronickych sestav - Cast 2: Sestavy montované
pomoci povrchové montaze

(Workmanship requirements for soldered electronic assemblies - Part 2: Surface-mount assemblies

)

IEC 61192-3 PoZadavky na provedeni zapéjenych elektronickych sestav - C4st 3: Sestavy montované
do priichozich otvort

(Workmanship requirements for soldered electronic assemblies - Part 3: Through-hole mount
assemblies)



IEC 61192-4 Pozadavky na provedeni zapajenych elektronickych sestav - Cast 4: Sestavy se
zakoncovacimi koliky

(Workmanship requirements for soldered electronic assemblies - Part 4: Terminal assemblies)

IEC 61249-8 (viechny &asti) Materidly pro propojovaci struktury - Cast 8: Dil& specifikace pro
nevodivé félie a povlaky

(Materials for interconnection structures - Part 8: Sectional specification set for non-conductive films
and coatings)

IEC 61340-5-1 Elektrostatika - Cast 5-1: Ochrana elektronickych soucastek pfed elektrostatickymi jevy
- VSeobecné pozadavky

(Electrostatics - Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General
requirements)

IEC 61340-5-2 Elektrostatika - Cést 5-2: Ochrana elektronickych soucastek pfed elektrostatickymi jevy
- UzZivatelsky navod

(Electrostatics - Part 5-2: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - User guide)

IEC 61760-2 Technologie povrchové montaze - Céast 2: Podminky pro pfepravu a skladovani sou¢astek
pro povrchovou montaz - Navod k pouziti

(Surface mounting technology - Part 2: Transportation and storage conditions of surface mounting
devices (SMD) - Application guide)

ISO 9002 Systémy jakosti - Model zajis»ovani jakosti pfi vyrobé, instalaci a servisu

(Quality systems - Model for quality assurance in production, installation and servicing)

-- Vynechany text --



